






































专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 CN102068276A 公开(公告)日 2011-05-25

申请号 CN201010569128.1 申请日 2010-11-24

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社东芝
东芝医疗系统株式会社

申请(专利权)人(译) 株式会社东芝
东芝医疗系统株式会社

当前申请(专利权)人(译) 株式会社东芝
东芝医疗系统株式会社

[标]发明人 青木稔

发明人 青木稔

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 G10K11/004 B06B1/0677

优先权 2009266822 2009-11-24 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明是使压电元件、中间部件、衬底材料依此顺序在上述压电元件的
超声波发射面的内面侧重合而设置，其特征在于，具有：柔性印制电路
板，其介于上述中间部件和上述衬底材料之间，覆盖上述中间部件的背
面的大致全部，并且具有第1配线图案和第2配线图案；第1电极，其介于
上述压电元件和上述中间部件之间，通过与上述压电元件的一个侧面连
接的上述中间部件的侧面而被引出，与上述第1配线图案电连接；以及第
2电极，其设置于上述压电元件的上述超声波发射面，通过上述压电元件
的另一个侧面和与上述另一个侧面连接的上述中间部件的侧面而被引
出，与上述第2配线图案电连接。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d13ada6a-5c04-4695-aa2d-0faff4555b4f
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/044027164/publication/CN102068276A?q=CN102068276A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN102068276A

